LAMINAT Cu Z WARSTWA SWIATLOCZULA

Przygotowanie

Zalecane o!wietlenie w miejscu
pracy — kolor "6ity, lub
przytiumione !wiatio dzienne.
Do obrébki opakowania ptytek
wymagana jest nalwietlarka,
kuweta i urz$dzenie do
wytrawiania, % litr wody (ok.
20°C), % woreczek specjalnego
wywotywacza BEL (bez NaOH),
woda do ptukania, oraz
papierowe r&czniki do suszenia
ptytek.

Szablon powinien by"
kontrastowy i dobrze
przykrywa® nalwietlan$ piytké.
Roztwér przygotowujemy,
rozpuszczaj$c catkowicie
woreczek wywotywacza w
przygotowanym litrze wody (ok.
20°C), mieszaj$c. Litr roztworu
wystarcza na ok. 0,5 m? piytek.
Przechowywa®" go mo'na w
zamkni&tym i dobrze
0znaczonym naczyniu.

Naswietlanie

Czas nalwietlania zale"y od
diugo!ci fali 'wiatta, liczby i
mocy u'ytych (rédet wiatta,
oraz ich odlegto!ci od
nalwietlanej ptytki. Przy
zastosowaniu naszych
nalwietlarek HELLAS, lub
lampy rt&ciowej (2kW, od. %m)
wynosi on ok. 90 s.
Maksymalna spektralna czuto!*
warstwy wiattoczuiej
osi$gni&ta jest przy diugo!ci fali
ok. 400 nm. Do catkowitego
nalwietlenia wymagane jest
okoto %,5 mJ/cm?.

Nalwietlony obszar piytki
wykazuje zmian& barwy z "6#to-
zielonego na niebiesko-zielony.
Przewietlenie w przypadku
dobrego materiatu nie jest
szkodliwe. Natomiast
niedo!wietlenie utrudnia, lub
nawet uniemo"liwia wia!ciwe
wytrawienie piytki.

Optymalny czas nalwietlania
okre!li" mo"na w nast&pujScy
sposob: usun$® wski pasek
folii ochronnej z piytki, poio"'y*
szablon i nalwietla® piytk&

INSTRUKCJA OBSLUGI

przez np. 20 s. Odkry"
nast&pny pasek piytki,
ponownie poto"y* szablon i
nalwietla® nast&pne 20
sekund. | tak ,n” -razy. W ten
sposoéb otrzymamy piytk&,
ktorej ostatni stopie)
na!wietlania wynosi 20 sekund,
pierwszy jednak stopie) ,n” x
20 sekund. Je!li wi&c 5-ty
stopie) nalwietlania pozwoli
si& bez usterek wytrawi® w
czasie mniejszym, ni'" % minuta,
to minimalny czas nalwietlania
na Pa)stwa urz$dzeniu wynosi
5x20 s = %00 sekund.
Doliczaj$c 20-sekundowy
margines bezpiecze)stwa,
otrzymujemy optymalny czas
nalwietlania %20 sekund.

Szczegdlnie w razie u"'ycia
celofanu jako szablonu,
opisany wy''ej sposéb
okrellenia czasu nalwietlania
jest wart polecenia, poniewa"
ré"'ne rodzaje celofanu w ré""ny
sposo6b pochianiaj$ Twiatto.

Wywolywanie

Napeini® czyst$ kuwet& w Vi-tej
Twie"'ym wywoitywaczem i
zatopi® w niej piytk& do
trawienia. Przy ptytkach
laminowanych dwustronnie
zwrdci® uwagé na ewentualne
zanieczyszczenia na dnie
kuwety i mo"liwo! " uszkodze)

mechanicznych ptytki od spodu.

Natychmiast po zanurzeniu
ujawnia si& wyra(ny kontrast
pomi&dzy partiami
nalwietlonymi i nie
nalwietlonymi na piytce.
Nale"y wspomdc wywoiywanie
lekkim przesuwaniem ptytki w
kuwecie tam i z powrotem, nie
dotykaj$c jednak "adnym
narz&dziem powierzchni piytki,
"eby nie spowodowa*
uszkodzenia.

Jelli ustato rozpuszczanie si&
nalwietlonej warstwy i
powierzchnie miedziane
potyskuj$ metalicznie,
wywotywanie jest zako)czone.
Trwa to okoio 45 sekund.

Powierzchnie nie nalwietlone
odporne s$ na dziatanie
wywotywacza przez okoto 5
minut. Niebezpiecze)stwo
uszkodzenia z powodu zbyt
dfugiego nalwietlania jest wi&c
minimalne. Oczywi!cie podane
wy"'ej czasy dotycz$
prawidiowego zastosowania
zaleconego wywotywacza.

Po wywotianiu nale'y
gruntownie spiuka® piytk&
bie"$c$, zimn$ wod$.

Roztwor wywotywacza traci z
biegiem czasu i w miar&
wzrostu nasycenia swoj$
skuteczno! " i spowalnia
proces, nale'y go wi&c
wymienia® na lwie'y. Zu"yty
roztwor nie powinien by*
wlewany do wspolnego
naczynia ze wie"'ym.

Warstwa fotoczuta odporna jest
na dziatanie zwykiych,
kwalnych mediéw trawiennych.
Roéwnie" i trawienie zasadowe
jest mo”liwe, je!li nie zostanie
przekroczona warto!* ph = 9,5,
a ptytka nie nara"ona zostanie
wcze Iniej na dziasanie nie
przytiumionego !wiatia
dziennego.

Rozdzielczo!* warstwy
fotoczutej (fotolakieru) wynosi
kilka mikrometréw. Jednak"e,
dla grubo!ci laminatu
miedzianego, wynosz$cej 35
pm, z powodu nieuniknionego
wtedy ,niedotrawienia”, prawie
niemo”liwa jest realizacja
struktur druku poni*ej 60 um.

Szczegdlnie du"y wpityw na
wyniki trawienia ma oczywilcie
substancja trawi$ca i rodzaj
urz$dzenia do trawienia.
Nale"y si& zastosowa" do
wskazéwek zawartych w
instrukciji jej obstugi. Po
trawieniu naley piytki
gruntownie spiuka*®, oraz
wysuszy " papierowymi
r&cznikami, lub spr&"onym
powietrzem.



Usuniecie fotolakieru z
druku.

Nie nalwietlony fotolakier,
pozostaj$cy po trawieniu na
druku miedzianym, nie utrudnia
w prawdzie lutowania, ale
trzeba go usun$”, je!li ptytka
ma by*" np. chemicznie
cynowana, albo po(niej
zaopatrzona w lakier ochronny.
Mo"na w charakterze
zmywacza u'y" acetonu, lub
spirytusu. Mo"'na rownie" cai$
ptytk& ponownie catkowicie
nalwietli® i wywoia".

Bezpieczenstwo

W czasie prac z
wywotywaczem nale'y uywa*
gumowych r&kawiczek. Nie
zawiera on NaOH i nie jest
higroskopijny, ale jest
alkaliczny (%%) i dlatego
szkodliwy dla skéry. Chroni*®
oczy, skor& i Huzowki. W razie
poparzenia, lub potkni&cia —
post&powanie wedtug ogdinych
zasad pierwszej pomocy.

Utylizacja

- stosownie do lokalnych
rozporz$dze). Zasadniczo
dopuszczalne jest
usuni&cie mniejszych ilo!ci
zu"ytego wywoitywacza do
sieci kanalizacyjnej, je!li
roztwor zostanie
dodatkowo rozcie)czony
wod$ do warto!ci ph nie
przekraczaj$cej 8,5
(Twie"'y wywotywacz ma ph
= %3). Nale"y zapozna“ si&
ze stosownymi przepisami.

Przyczyny usterek
Nalwietlanie

Za krétki czas nalwietlania
spowoduje niemo'no!*
catkowitego wywotania warstwy
Iwiattoczutej. Rozpozna® to
mo''na po czerwonawo-
br$zowym zabarwieniu
nal!wietlonych powierzchni,
ktére potem bardzo trudno
wytrawi®.

Zbyt ditugie nalwietlanie, lub (le
przylegaj$cy szablon
rozpozna" mo'na po
przerwach w Icie"'kach, lub ich

zaniku, je!li byiy cienkie.
Catkowicie mo''na utraci”
nalwietlany obraz druku, je!li
szablon nie b&dzie przylegat
wystarczaj$co Icille do ptytki.

Wywoiywanie

Decyduj$cy wpiyw ma tutaj
st&""enie roztworu i jego
temperatura. Je!li s$ zbyt
niskie, lub roztwér ju™ zu"yty,
hamuj$ proces i powoduj$
pozostawanie na miedzi
resztek warstwy fotoczutej, co
utrudnia potem trawienie.
Zbyt wysoka temperatura, lub
st&"'enie wywotywacza gro"$
uszkodzeniem réwnie" i nie
nal!wietlonych obszaréw. W
rezultacie po trawieniu
pozostan$ przerwy i dziury w
Icie"kach druku.

Zte wyniki uzyskamy réwnie" w
przypadku ptytek dwustronnie
laminowanych, je!li obie strony
wywotane zostan$
nieréwnomiernie, lub podczas
wywotywania utrzymywaty si&
p&cherze powietrza pomi&dzy
doln$ stron$ piytki, a kuwet$.

Trawienie

W czasie trawienia ujawniaj$
si& bi&dy popetnione wcze!niej,
tzn. w czasie nalwietlania i
wywotywania. Np. w
nal!wietlonych i nast&pnie
wytrawianych obszarach
pozostaj$ plamy w ksztaicie
rombu — resztek miedzi, jako
efekt zbyt krotkiego
nalwietlania / wywotywania.
Szczegéty dot. trawienia
powinny znajdowa" si& w
instrukcji do Pa)stwa
urz$dzenia do trawienia ptytek.

Informacja techniczna
Materiat bazowy

U"ywamy tylko najlepszej
jako!ci, badany, wzgl.
dozwolony wedtug norm UL,
NEMA, MIL, DIN, IEC, oraz A.
Dost&pne s$ jako!ci FR2, FR3,
CEM%, FR4, jak rownie" PTFE
w grubo!ciach piyt 0.5, 0.8, %.0,
%.5, 2.0, albo 2.5 mm z jedno-,
lub dwustronnym
laminowaniem miedzi$ o
grubo!ci %8, 35, lub 70 um.

Maksymalny rozmiar piyty
wynosi 5%0 x %%50 mm. Nasz
serwis obejmuje wszystkie
standardowe formaty i
specjalne wymiary do min. 50 x
50 mm z doktadno!ci$ do +0.%
mm.

Warstwa wiatioczuta
U"ywamy wysokiej jako!ci
ptynnego fotolakieru wiasnej
receptury, odznaczaj$cego si&
wysok$ kontrastowo!ci$,
krotkimi czasami, oraz du"'$
elastyczno!ci$ procesow
obraébki.

Grubo!*® warstwy wynosi 5 pum.
Lakier poto"ony jest
réwnomiernie i bezpyiowo.
Maksimum czuto!ci spektralnej
le"y w przedziale 350 — 450
nm. Optyczna rozdzielczo!
fotolakieru jest lepsza, ni"* 30
pm.

Czas nalwietlania wynosi
mniej, ni"* 90 sekund, w
odniesieniu do naszej
nalwietlarki HELLAS.
Odpowiada to zapotrzebowaniu
na !wiatio 50 mJ / cm®.
Fotolakier mo*'na nalwietla®
wielokrotnie.

W odniesieniu do naszego
urz$dzenia do wywotywania,
czas wywotania, przy temp.
20°C wynosi ok. 45 sekund.
Fotolakier wytrzymuje w
wywotywarce co najmniej 5
minut bez uszkodzenia.
Odporny jest na dziatanie
wszystkich kwaséw i k$pieli
galwanicznych, jak réwnie" na
dziatanie zasad o warto!ci ph
poni*'ej 9.5.

Ptytki chronione s$ przed
uszkodzeniami mechanicznymi
i niepo"$danym nalwietleniem
niebiesk$ foli$ samoprzylepn$,
ktéra rownie" i na brzegach
przylega doktadnie,
zapobiegaj$c wyst$pieniu smug
nalwietle) podczas
sktadowania.

Ka"da ptytka podlega surowym
kontrolom technicznym w
czasie i po produkciji.
Gwarantujemy odporno! " na
skiadowanie przez czas co
najmniej % roku w normalnych
warunkach magazynowych.




Objasnienia do tabel

Tabele powinny postu™y* do
wyboru odpowiedniego
materiatu bazowego w
"$danym celu.

Tabela ,Typowe warto!ci
pomiarowe” zawiera wyniki
testéw powtarzaj$ce si& w
periodycznych kontrolach.
Wszystkie parametry zmierzono
pieczotowicie, jednak wobec
ré"'norodno!ci warunkéw
eksploataciji, jak réwnie"
techniki proceséw i
zastosowa), dane te s$ jedynie
niezobowi$zuj$cymi
warto!ciami wytycznymi.

Gwarantowane s$ warto!ci
wyszczegolnione w tabelach
~Warto!ci normatywne wediug
ré"'nych przepiséw” dla
najbardziej znanych norm..
Ka"da z tych trzech tabel
powotuje si& na okre!lon$
kombinacj& "ywica / no!nik (np.
FR-3).

System literowo-liczbowy w
szpalcie ,Obrobka wsté&pna”
jest mi&dzynarodowym
normatywem i opisuje
proceduré& przygotowania
obiektéw przed wia!ciwymi
pomiarami. Jednak"e nawet
przy takiej samej obrobce
wst&pnej, poréwnanie warto!ci
w niektérych wypadkach nie
jest mo"liwe, poniewa" ré"'ne
s$ procesy pomiarow i ré''ne
obiekty.

Dla poszczegdinych rodzajow
obroébki wst&pnej wprowadzono
w tabelach litery oznaczeniowe:

A = bez obrébki wst&pnej

C = obrébka wst&pna w
wilgoci
D = obrébka wst&pna w

wodzie destylowanej
E = obrébka wst&pna w
temperaturze
F = pomiar wediug cykli
temperatury przy wysokiej
wilg. powietrza
des = obrébka wst&pna przez
suszenie Irodkiem
susz$cym
T = pomiar w temperaturze

Nast&puj$ce po literach grupy
cyfr oznaczaj$ na pierwszym
miejscu czas trwania obrébki

wst&pnej w godzinach, na
drugim miejscu temperatur&
obrébki wst&pnej w °C, a na
trzecim miejscu — wilgotno!*
wzgl. powietrza w %.

Wediug powy"'szego klucza
oznaczenie ,C-96/35/90” méwi:

C = obrdbka wst&pna w

wilgoci

96 =96 godzin

35 =35°C

90 =90% wilg. wzgl.
powietrza

Sposéb odczytania
kombinowanej obrébki
wst&pnej ukazuje poni*'szy
przykiad: E-%/%05+des+D-24/23

E = obrobka wst&pna w
temp.
% =% godzina

%05 = %05°C

+des = obrébka wst&pna
suszeniem !rodkiem
susz$cym

+D = obrdbka wst&pna w
wodzie destylowanej

24 =24 godziny

23 =23°C

Odnosniki do tabel
,Wartosci pomiarowe” i
,Wartosci normatywne
wedtug réznych
przepisow”

%) Obrobka wst&pna wedtug
DIN/IEC 249 (90 + %5) min
przy [(%8-28) + %]°C i (73-
77)% wilg. wzgl. powietrza

2) Sktadowanie w oleju
silikonowym

3) Probki przed pomiarem
byty zawieszone w parze
trojchloroetylenu przez 2
minuty w cilnieniu
otoczenia.

4) Mierzony byt pasek o szer.
3 mm, zanurzony na 20
minut w roztworze
siarczanu sodu o temp.
70°C. W tym czasie
obci$"ono pasek Er$dem
statym 2,%5 A/dm”.

5) Do punktu lutowniczego o
0 4 mm, z otworem 0O %,3
mm, przylutowano drut O %
mm. Mierzy si& sit&
konieczn$ do pionowego
wyci$gni&cia drutu.

6) Narz&dzie tn$ce wediug
DIN 53 488 nie jest
odpowiednie do okre!lenia
odporno!ci na zgniatanie
laminatow warstwowych ze
szkiem, jako materiatem
wypetniaj$cym.

7) Dane dotycz$ grubo!ci
piyty %,5 mm, wzgl. *lye”

8) Wymagania i rodzaj
procesu pomiaru nale™y
uzgodni® pomi&dzy
dostawc$ i odbiorc$.

9) Dane dotycz$ grubo!ci
piyty >0,8 - <3,2 mm.

%0) Dane dotycz$ grubo!ci
piyty = %,6 mm.

%%) Bez widocznych skutkow
korozji w szczelinie

%2) Wediug MIL-P-%3 949 G
287 °C.

%3) Dane dotycz$ grubo!ci
ptyty = %,5 mm.

%4) Dane dotycz$ grubo!ci
ptyty = %,0 mm.

%5) Pomiar wedtug...



Typowe wartosci pomiarowe materiatow bazowych ISOLA dla obwodoéw drukowanych

Oznaczenie ISOLA

SUPRA-CARTA-Cu 96

SUPRA-CARTA-E-CU

SUPRA-CARTA-E-Cu

DURAVER-E-Cu

DURAVER-E-Cu

Jako!" VO-35% Jako!" 303 Jako!" 303 GL Jako!" %04 GV Jako!" %04 GV
Normy wediug DIN 40 802 PF-CP 02 EP-CP 0% EP-GC -2
poréwnywalne z NEMA-LI %-%983, sekcja 8 XXX PC/IFR-2 FR-3 CEM-% CEM-3 FR-4
poréwnywalne z MIL-P-%3949 G PX GFN
Poréwnywalne z IEC -publikacja 249 249-2-7-IEC- 249-2-3-IEC- 249-2-9-IEC- 249-2-%0-1EC 249-2-5-1EC
PF-CP-Cu EP-CP-Cu EP-CP + GC-Cu EP-GF + GC-Cu EP-GC-Cu
Obrébka wstepna Jedi L
Wiasciwosci Rezystancja powierzchni C-96/40/92 Q % CH0™ 3 0™ 3 %0™ 3 (Ho™ 4 Ho"
elektryczne* C-96/40/92+") Q 6 (00" 6 (00" 8 [%0™ 7 Wo™ 7 Wo™
E-%/%00/T-%00 Q 2 00° 5 (%0° 3 0™
E-%/%00/T-%25 Q 3 H0™ 7 (H0™
‘alciwa rezystancja skro!na C-96/40/92 Qcm 2 (%0” 4 %0” 2 %0” 2 mo” 8 (wo™
C-96/40/92+") Qcm % (%0 2 0™ % (%0 4 wo™ 2 Wo™
E-%/%00/T-%00 Qcm 2 0™ 3 (H0™ % [H0™
E-W/%00/T-%25 Qcm 3 (H0™ 8 0™
Liczba dielektryczna € przy % MHz C-96/40/92+") 4,7 4,9 4,7 52 4,7
Wspdiczynnik strat dielektrycznych tan & przy % MHz C-96/40/92+") 0,047 0,04% 0,03% 0,026 0,0%9
Korozja elektrolityczna na kraw&dzi C-96/40/92 AB %,6 AN %,4 AN %,2 A% A%
Odporno!* na pr$dy petzaj$ce, proces CTI wed:ug DIN IEC %%2 A Stopie) %50 %50 200 200 200
Wiasciwosci Przyczepno!* folii Cu po dostarczeniu A N/25 mm 48 50 50 45 50
nieelektryczne* po dostarczeniu A% N/mm %,9 2,0 %,8 %,8 2,0
po skiadowaniu w wannie lutowniczej E-500/%00 N/mm %,9 2,0 %,8 %,8 2,0
po skiadowaniu w suchym cieple E-500/%25 N/mm %,9 2,0 %,8
po skiadowaniu w suchym cieple A’ N/mm %,8 %,8
po dziaaniu pary 3-chloroetylenu A“) N/mm %,9 2,0 %,8 %,8 2,0
po dziataniu symulowanej k$pieli galwanicznej A) N/mm %,9 2,0 %,8 %,8 2,0
Sita zerwania punktu lutowniczego A N %00 %30 2%0 2%0 340
Odporno!* na wanné& lutownicz$ przy 260°C A s %9 25 25 >60 >%20
Ttoczno!” [ w temperaturze otoczenia A Parametr %,9 %,9 %,0 %,0
wediug DIN 53 488 | przy 40°C E-24/50+D-24/23 Parametr %,6 %,7
Higroskopijno! A mg 39 35 23 %8 "5
Temperatury graniczne wediug UL 746 A °C %05 960 %30 %30 %30
Palno!* wediug UL 94 (pionowo) A Klasa V-0 V-0 V-0 V-0 V-0
Odporno!* na !cinanie N/mm 60-80 80-%00 80-%00 %20-%40 %40-%60
Zezwolenia Underwriters’ Laboratories (UL), File-Nr. E 4% 625 E 4% 625 E 4% 625 E 4% 625 E 4% 625
Defense Supply Agency, Dayton/USA PXP... GFN...
(Zezwolenie wediug MIL-P-%3949 G) C-/-B3B C-/-B3B
Zwi$zkowy Urz$d Techniki Obronnej i Zaopatrzenia, Koblenz, *wiadectwo dopuszczenia nr. 0%4-72 0%6-72
Punkt bada) wzoréw lotnictwa Bundeswery, Miinchen, *wiadectwo badania wzoru nr. MBL 5999-028 MBL 5999-002
Znakowanie** Diu"'sza strona znaku ,i” przebiega réwnolegle do kierunku maszyny i-vo i i i
W przypadku w:dkna szklanego — réwnolegle do kierunku widkien.
Kolor jasno-br$zowy krem krem krem barwa naturalna

prze(roczysta

*Warto!ci typowe dla ptyt o grubo!ci od %,5 mm z laminatem Cu o grubo!ci 35um.

**Oznaczenie wszystkich jako!ci odpornych na pr$dy peizaj$ce ,,i”

%) do %5) = patrz objalnienia do tabeli




Wartosci normatywne wedlug réznych przepisow dla utwardzonego wiékna szklanego DURAVER-E-Cu jakos¢ 104 (na podiozu z zywicy epoksydowej)

Norma

DIN 40 802

NEMA-LI 1-1983

MIL-P-13949 G

249-2-5-IEC-

Oznaczenie

EP-GC 02

FR-3

GFN/GFP

EP-GC-Cu

| Jednostka | Obrébka wst&pna Warto!* Obroébka wst&pna Warto!* Obroébka wst&pna Warto!* Obroébka wst&pna Warto!*

Wiasnosci elektryczne
Rezystancja Q C-96/40/92 %0 C-96/35/90 %0 C-96/40/92 %0
powierzchni Q C-96/40/92+™ 5 m0° C-96/40/92+ ™ 5 %0™

Opor po zwil"eniu Q F %0

przy podwy"'szonej temperaturze Q E-%/%25/T-%25 %0” E-24/%25/T-%25 %0” E-%/%25/T-%25 %07
W:alciwy opor Qcm C-96/40/92 5 @0 C-96/35/90 %0 C-96/40/92 5 060"
skrolny Qcm C-96/40/92+ ™ %0™ C-96/40/92+ ™ %0

Opor po zwil"eniu Qcm F %0

Opor przy podwy''szonej temperaturze Qcm E-%/%25/T-%25 %" E-24/%25/T-%25 %0” E-%/%25/T-%25 %0
Liczba dielektryczna & przy % MHz C-96/40/92+ ™ 55 D-24/23 54 D-24/23 54 C-96/40/92+ 7 55
Wspdiczynnik strat dielektrycznych przy % MHz C-96/40/92+ ™ 0,035 D-24/23 0,035 D-24/23 0,030 C-96/40/92+ ™ 0,035
Korozja [ Korozja brzegowa Parametr | C-96/40/92 AN %,4 C-96/40/92 A/B %4

| Korozja powierzchniowa C-504/40/92 il C-504/40.92 hl

Odporno! " na przebicie elektr. w poprzek warstw kV A 45 D-48/50+D- %2 /123 40
Odporno! " na fuk elektryczny 5 D-48/50+D- %2 /23 60
Parametry nieelektryczne
Przyczepno!*® folii po dostarczeniu N/mm A %,4
Cu (35um) po le"'akowaniu w wannie lutowniczej N/mm A7 %,4 A %,4 A %,4 A7 %,4

po dziataniu wy''szej temperatury N/mm E-500/%25 %4 E-500/%25 %4

w czasie dziatania wy''szej temperatury N/mm E-%/%25/T-%25 0,9 E-%/%25/T-%25 0,9

po niedogrzaniu N/mm A %,4

po leakowaniu w k$pielach technolog. N/mm A %,2

po symulowanej k$pieli galwanicznej N/mm AY %,% AT 0,8

po skiadowaniu w parach rozpuszczaln. N/mm A7 %,4 A %%

sita zerwania punktu lutowniczego N AY 60 A 60
Odporn. na k$piel prébka nie trawiona s A 20 A™ %0 A? 20
lutown. 260°C Prébka trawiona s A7 20 A 20 A™ %0
Tioczno!* ¥ przy 20°C Parametr
Higroskopijno!™ 7 % E-%/%05+des+D-24/23 0,25 E-%/%05+des+D-24/23 0,35

mg E-24/50+des+D-24/23 20 E-24/50+des+D-24/23 20

Palno!* Iredni maksym. czas palenia sié s A %™ KI. % A 25 A 25
Odporno!* na wzdiu" N/mm A 3007 4207 A 420 A 3007
zginanie w poprzek N/mm A 3007 350”7 A 350 A 3007




